DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK PAT E N T S C H R I F T
' : (12) Wirtschaftspatent (19) DD (11) 228 668 A1

Erteilt gemaR § 17 Absatz 1 Patentgésetz 4(51) G 06 K 19/06

AMT FUR ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN In der vom Anmelder eingereichten Fassung verdffentlicht

(21) WP G 06 K / 269 556 8 (22)  16.11.84 (44)  16.10.85

{(71) VEB Robotron-Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt, 9010 Karl-Marx-Stadt, Annaberger Strafse 93, DD
“{72) Junghanns, Giinter, Dipl.-Ing.; Ullrich, Wolfram, Dipl.-Ing., DD

(54) Tragbare Karte mit integrierten Schaltkreisen

(57) Die Erfindung betrifft einen tragbaren kartenformigen Datentrager, eine sogenannte Chip- oder IC-Karte in der
Anwendung u. a. als Geld- oder Identifikationskarte. Ziel der Erfindung ist es, eine Chipkarte mit erhéhter
Falschungssicherheit zu schaffen. Die daraus resultierende Aufgabensteliung, in einer Chipkarte mindestens zwei
Halbleiterchips so anzuordnen, daB ohne Zerstorung der Karte auf bestimmte Informationen von auen nicht
zugegriffen werden kann, wird dadurch gel6st, daB die Halbleiterchips mit ihren aktiven Strukturen derart zueinander
gerichtet mit dem Leiternetz der Trégerschicht kontaktiert sind, dal die gegen Antastung zu schiitzenden
Bondbereiche und Verbindungen zwischen den Chips von einem jeweils gegeniberliegenden Chip flichenmalig
abgedeckt werden. Fig. 3
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Tragbare Karte mit integrierten Schaltkreisen

Anwendungsgebiet

Die Erfindung bezieht sich auf einen tragbaren kartenférmi-
gen Datentrager mit eingearbeiteten integrierten Schaltkrei-
sen, Dieser als Chip- oder IC-Karte bzw. einfach als Plast-
karte bezeichnete Datentriger findet Anwendung als Geld- oder
Identifikationskarte sowie als anderweitiger personen- oder
sachbezogener Informationstréager.

Bekannte technische L&sungen

Bereits bekannt gewordene Chipkarten besitzen im allgemeinen
einen mehrschichtigen Aufbau, in dem sowohl Raum fir die Un-
terbringung eines Halbleiterchips vorgesehen ist als auch
elektrische Verbindungen zwischen Halbleiterchips und &uBe-
ren AnschluBkontakten untergebracht sind. Als glnstigstes
Verfahren hat sich dabei die sogenannte Tragerfilmtechnik
herausgestellt, bei der der IC-Baustein vor seiner Einbrin-
gung in die Karte an einem mit den elektrischen Verbindungs-
leitern ausgeriisteten Filmtrager befestigt wurde (z. B,
DE-0S 31 51 408).

Ein Nachteil aller auf diese oder &hnliche Art mit einem
oder - wie bereits auch vorgeschlagen - zwei oder mehreren
IC-Bausteinen ausgeristeten Chipkarten besteht darin, daR

es prinzipiell méglich ist, sa&mtliche Bondinseln der Chips
oder die Verbindungsleitungen zwischen den Chips von auBer-
halb der Karte zerstérungsfrei abzutasten und damit Speicher-
bereiche, welche beispieisweise Sicherheitsschlissel, Ge-
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heimcodes, Scheck- und Minzbereiche u. dgl. beinhalten, zum
Zwecke der Manipulation zu lesen und zu andern.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, eine Chipkarte mit erhdhter F&al-
schungssicherheit zu schaffen,

Wesen der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, in einer Chipkar-
te mindestens zwei Halbleiterchips, die sowohl untereinander
als auch lber ein inneres Leiternetz mit ZuBeren AnschluB-
kontakten elektrisch verbunden sind, so anzuordnen, daB ohne
Chipzerstdrung von auBen auf bestimmte zu schitzende Bond-
inseln oder Verbindungsleitungen nicht zugegriffen werden
kann. ’

Die Aufgabe wird erfindungsgemadB dadurch geldst, daB die
Halbleiterchips mit ihren aktiven Strukturen derart zueinan-
der gerichtet mit dem Leiternetz der Tragerschicht kontak-
tiert sind, daB die gegen Antastung zu schitzenden Bondbe-
reiche und Verbindungen zwischen den Halbleiterchips wvon
einem jeweils gegeniberliegenden Halbleiterchip flachenmaBig
abgedeckt werden., Die Verbindungen zwischen den Halbleiter-
chips kénnen dabei sowohl mittels Durchkontaktierungen in
der Tragerschicht oder in einem Zwischentréger mit separa-
tem Leiternetz vorgenommen werden, als auch durch unmittel-
bar untereinander verldtete kongruent angeordnete Bondinseln
erfolgen. '

Ausfihrungsbeispiel

Die Erfindhng wird im folgenden anhand dreier Ausfihrungsbei-
spiele naher erlautert.
Es wird dargestellt in

Fig. 1: eine AuBenansicht einer Chipkarte,
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Fig. 2: ein Schnitt durch einen Teil einer Chipkarte,

Verbindungsvarianten der IC-Bausteine mit Tréger-
elementen,

Fig. 6 und 7:
Draufsicht auf die Tragerelemente.von Fig. 3 und
4 ohne IC-Baustein,

In Fig. 1 ist eine Chipkarte in einer Ansicht von oben dar-
gestellt, wobei ein Kartenkdrper 1 und auBere Kontakte 2 er-
kennbar sind, Die gestrichelte Linie weist auf eine Ausspa-
rung 4 in der oberen Deckschicht 3 zum Durchtritt des Blocks
mit den Kontakten 2 hin, wie dies in der Schnittdarstellung
von Fig. 2 noch anschaulicher gemacht ist. In Fig. 2 sind
neben dem Karteninlay 8 und einer darin befindlichen Ausspa-
rung 9 zur Aufnahme eines Chipverbundes 6 weiterhin eine
untere Deckschicht 5 und Ubrigen freien Hohlraum ausfiillen-
de VerguBmasse 7 zu sehen,

In den folgenden Ausfihrungsbeispielen, bei denen jeweils

ein Mikrorechnerchip 10 und ein Speicherchip 11 in die Plast-
karte zu implantieren sind, wird von unterschiedlichen Ab-
messungen beider Chips ausgegangen und davon, daB verschie-
dene Bondinseln des Speicherchips 11, Uber welche beispiels-
weise Speicherdaten und -adressen iibertragen werden, mit den
entsprechenden Bondinseln des Mikrorechherchips 10 galva-
nisch zu verbinden sind und daB beide Chips (10, 11) dabei
jeweils mit ihren aktiven Strukturen gegeneinandergerichtet
(face to face) zu dem Chipverbund 6 zusammengefigt werden.

In einem in Fig., 3 dargestellten ersten Ausfihrungsbeispiel
eines Chipverbunds 6 geschieht dies mittels einer Trager-
schicht 16, die auf ihrer Oberseite (siehe dazu auch Fig. 6)
Kontaktierungsflachen 14, die in ihrer GroBe und Lage den
Bondinseln 12 des Mikrorechnerchips 10 entsprechen, sowie
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ein Leiternetz 15 tragt, welches sowohl der elektrischen
Verbindung der Bondinseln 14 untereinander als ‘auch dem
AnschluB an die auBeren Kontakte 2 dient, wadhrend sich auf
ihrer Unterseite ausschlieBlich Kontaktierungsfléchen 18
befinden, die in GroBe und Lage den Bondinseln 13 des Spei-
cherchips 11 kongruent und diesem zur Kontaktierung zuge-
ordnet sind,

Die Kontaktierungsflachen 18 sind auBerdem Uber Durchkon-
taktierungen 17 mit dem Leiternetz 15 verbunden. Die Ver-
bindung von Mikrorechnerchip 10 und Speicherchip 11 mit

der Tragerschicht 16 zu dem prifbaren Chipverbund 6, d.h.
das Kontaktieren der Bondinseln 12 mit den Kontaktierungs-
flachen 14 und der Bondinseln 13 mit den Kontaktierungs-
flachen 18 kann in einem ein- oder 2zweistufigen L&tprozef
mittels Lotmaterial 21, 22 gleichzeitig bzw. nacheinander
erfolgen.

Der zweistufige L&tvorgang mit unterschiedlichem Lotmaterial
bringt dabei weitere priftechnische Vorteile mit sich,
Sowohl in diesem wie auch in den nachfolgenden Ausfihrungs-
beispielen bestahen die-nach- auBen fihrenden Kontakte 2 aus
einer Metalleinlage 29, welche mit einer Edelmetallschicht
30 Gberzogen und mittels Lot 28 mit dem zugehérigen Leiter-
zug des Leiternetzes 15 verbunden ist,

In einem zweiten Ausfiihrungsbeispiel eines Chipverbundes 6
(Fig. 4) werden die in die Plastkarte einzubringenden Chips
10, 11 nicht unmittelbar mit der Tragerschicht 16 verbunden,
sondern vorher auf einem Zwischentriger 24 angebracht, Der
Zwischentrager 24 besitzt - analog zum ersten Auéfﬁhrungs-
beispiel - den Bondinseln 13 des Chips 11 kongruente Kontak-
" tierungsflachen 33, den Bondinseln 12 des Mikrorechnerchips ’
10 kongruente Kontaktierungsflachen 32, ein entsprechendes
Leiternetz 19, Durchkontaktierungen 26 zwischen den Kontak-
tierungsflichen 33 und dem Leiternetz 19 sowie &ubere Kon-
taktierungsflachen 31 (Fig. 7).

Nachdem die Chips 10, 11 in Flip-Chip-Technologie mit dem
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Zwischentrager 24 vereinigt sind und priftechnisch ein ein-
wandfreier Verbund festgestellt ist, konnen die AuBeren
Kontaktierungsflachen 31 des Zwischentrigers 24 mittels
Tragerfilmtechnologie mit den in eine Aussparung 27 der
Trégerschicht 16 hineinragenden Leiterenden 20 des Leiter-
netzes 15 mittels Lot 23 ebenfalls galvanisch kontaktiert
werden, '

Ein drittes Ausflhrungsbeispiel (Fig., 5) setzt unbedingt
aufeinander abgestimmte Chips 10, 11 voraus, d.h. Chips,
deren Bondinseln direkt zueinander kongruent sind, Dadurch
kann die face-to-face-Anordnung der Chips 10, 11 - abge=-
sehen von notwendigem Létmaterial 21, 22 und 25 ohne jeg-
liches Zwischenmedium erfolgen, Nachdem der Speicherchip
11 mittels Tragerfilmtechnologie mit dem Leiternetz 15 kon-
taktiert ist, wird anschlieBend der Mikrorechnerchip 10

~ einesteils in Tragerfilmtechnik ebenfalls mit dem Leiter-
netz 15 der Tragerschicht 16 und anderenteils in Flip-
Chip-Technologie mit dem Speicherchip 11 verlétet,

Bei allen drei Ausfihrungsbeispielen entsteht als Zwischen-
stufe jeweils ein die &uBeren Kontakte 2 integrierender
Chipverbund 6, welcher mit VerguBmasse 7 starr vergossen
wird, Der Chipverbund 6 kann, falls erforderlich, noch beid-
seitig abgedinnt werden, gelangt nach seiner Funktionspri-
fung in die Aussparung S des Inlays 8 der Plastkarte und
wird anschlieBend mit oberer und unterer Abdeckschicht (3,
5) verschlossen, SchlieBlich werden die verschiedenen Teile
mittels bekannter Laminiertechnologie untrennbar vereinigt,

-6-



Erfindungsanspruch

1, Tragbare Karte mit zwei oder mehreren Halbleiterchips,
welche sowohl untereinander als auch Uber ein inneres
Leiternetz mit auBeren AnschluBkontakten elektrisch ver-
bunden sind, dadurch gekennzeichnet, daB die Halbleiter-
chips (10, 11) mit ihren aktiven Strukturen derart zu=-
einander gerichtet mit dem Leiternetz (15) der Tréger-
schicht (16) kontaktiert sind, daB gegen Antastung zu
schitzende Bondbereiche (13) und Verbindungen (17, 25,
26) zwischen den Halbleiterchips (10, 11) von einem je-
weils gegeniberliegenden Halbleiterchip (10) flachen-
maRig abgedeckt werden, '

2. Tragbare Karte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die Halbleiterchips (10, 11) mittels durchkontak-
tierter Tragerschicht (16) untereinander verbunden sind,

3. Tragbare Karte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daf die Hélbleiterchips (10, 11) dber einen durchkontak-
tierten Zwischentrégef (24) mit einem‘éeparaten Leiter=-
netz (19) untereinander verbunden sind,

4, Tragbére Karte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichm,
daB die Halbleiterchips (10, 11) mit kongruent angeord-
neten Bondinseln (12, 13) unmittelbar miteinander und
mit dem Leiternetz (15) der Tragerschicht verbunden sind,

Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
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